证券代码：688047                                 证券简称：龙芯中科

龙芯中科技术股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                 
	投资者关系活动类别
	□特定对象调研          □分析师会议
□媒体采访              □业绩说明会
□新闻发布会            □路演活动
□现场参观	√其他     线上+线下           

	参与单位名称
	详见附件

	时间
	2026年9月1日

	地点
	北京市海淀区中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼

	上市公司接待人员
	董事长、总经理-胡伟武；董事会秘书-李晓钰；财务总监-曹砚财；证券事务代表-李琳

	投资者关系活动主要内容介绍
	1、 龙芯定增中的募投项目包含Xnm工艺CPU和通用GPU芯片研发，想请教一下在当前AI芯片加速迭代的背景下，本次募投的CPU和通用GPU的对标产品，竞争的差异点在哪里？
在AI芯片方面，龙芯2K3000和9A1000产品性能可以满足绝大部分具身智能应用场景市场需求。龙芯2K3000已于去年6月发布，里面集成了第二代LG200通用GPU核心；9A1000面向低端显卡、AI加速卡、具身智能应用，是龙芯首款通用GPU，集成的是升级后的LG210 CPU核心，已经回片，在进行产品化的工作。
在市场应用方面，产品性能是一方面，更重要的是产品性价比，龙芯通用GPU应用领域由低端向中高端横向扩展过程中，我们想要做的是在适用情况下的产品极致性价比。
本次募投项目中通用GPU产品在架构设计上可达英伟达2024年发布的Blackwell新一代计算架构水平。在性能上可从不同应用场景来比较：面向图形渲染，性能总体可对应2023年后英伟达主流中端显卡的水平；面向端侧推理应用，总体可对应2025年英伟达顶级边缘侧产品的水平；面向服务器应用，总体可对应英伟达2020年前后主流高端算力卡的水平。
本次募投项目中桌面CPU、服务器CPU产品与公司现有产品相比性能存在较高提升。其中，预计Xnm桌面CPU产品性能可达到2025年Intel第15代酷睿的主流产品水平，Xnm服务器CPU产品性能可达到2025年Intel第6代至强处理器的主流产品水平。由于通用CPU性能提升空间已经不大，主要受限于访存带宽和功耗（“茶壶里倒饺子”效应），预计本次募投项目Xnm产品性能可对标推出时国际主流产品。
总体而言，本次募投项目1Xnm产品及Xnm产品性能均可对标当时国际主流产品，且具有明显的开放市场性价比竞争力。
同时也提示投资者注意，芯片研发周期长、投入大，技术复杂度高，尤其是基于先进工艺的芯片设计所需的人力、财力和物力投入不断攀升，稍有不慎就可能导致流片失败或产品开发失败，导致研发不达预期，从而带来经营业绩下滑的风险。
[bookmark: _GoBack]2、在AI芯片领域，ASIC的优势会更明显一些，请教下咱们坚持走通用GPU的技术路线是出于什么样的考量？
首先是技术路线的问题。AI芯片研发有两条技术路线，一条是通用GPU的技术路线，图形和AI做在一个IP或者一个芯片里面，英伟达和AMD都是走的这条路径。另外一条技术路线，图形是图形，AI是AI，是不同的IP或者是不同的芯片，典型厂商如苹果和英特尔。
龙芯选择的是第一条技术路线，有两个原因，第一多年经验悟出的道理，抄作业要抄学霸的，抄第一名的作业，这方面就学英伟达的。另外一个原因是软件生态的问题，我们如果去研究英伟达的芯片，比如英伟达RTX4090、RTX5090，还有AI芯片A100、H100、B200等等，这些芯片其实就是算力的配置不同。CUDA这样的通用软件，在显卡上也能跑，在AI芯片上也能跑，只是由于内部的算力配置不同，跑出来性能不同，对软件生态就很友好，搞定一个就全搞定了。如果要是做ASIC，或者做其他的，很多软件跑不了，需要没完没了的不断去适配。所以软件兼容是考虑与选择技术路线的一个重要原因。
技术路线的选择仁者见仁，智者见智。对龙芯来说，首先我们得布局显卡产品，在很多关键应用领域也需要用到高端显卡，这类产品同时也是云侧和端侧的AI加速卡、具身智能AI卡，把产品做齐全了，软件生态建设就能一劳永逸。在我看来，如果是终端应用，比如AI PC应用，也需要用GPU功能，也需要用NPU功能，那肯定是用通用GPU好，因为其中的功能部件可以共用，省了硅面积又省了成本。
其次关于龙芯通用GPU的发展，首先是要形成自我配套，这样系统性价比最高。然后再考虑增加更高性能的AI算力，就是我们现在9A系列芯片技术迭代的路径。最终还是要通过自我配套形成性价比优势来拓展市场。
3、展望公司未来业绩增长点，从市场或公司层面来看，您觉得未来两三年会发生一些什么比较大的变化？
我们过去主要是在政策性市场，在产业链方面下功夫比较少，现在随着我们新一代产品6000系列的推出，产业链开始组织起来了。比如说深圳的很多企业，觉得龙芯2K3000芯片在性价比方面有优势，主动来找公司基于龙芯芯片做开发，这些应用如果做得好，一年会有几十万套或者十几万套的量，当然这需要一定的过程和时间。我们发现产品性价比做得好的时候，产品自己会说话，这里边有个临界点，过了性价比临界点，用户会主动来找你。过去是自主化的政策性在指引，产业链来跟进，但是现在随着产品性价比的提高，产业链客户开始主动来了，因为客户觉得用龙芯芯片做产品性价比最高，客户的收益更多。龙芯“三剑客”“三尖兵”产品不仅自主，而且性价比非常高，客户用更低的成本可以收获更高的产品性能，同时叠加政策性市场的加持，以及对境外销售也没有限制，所以在开放市场具有竞争优势，归根到底还是产品性价比起效果。打印机主控芯片也一样，比如得力是我们的客户，龙芯产品在同等性能的条件下可以做到报价全球最低。产业链被发动起来的根本原因不在于龙芯产品的自主化，而是在于龙芯产品的性价比，开放市场的芯片业务会是一个业绩的增长点。
产品性价比提高后，我们要重点深耕某些可以规避掉生态壁垒的行业领域，比如存储服务器领域，软件生态壁垒不高，产品完全是靠性价比取胜。目前存储服务器领域头部的整机企业，以及专门做存储服务器的整机企业，都已经在基于龙芯的服务器芯片做存储服务器产品的开发，有的已经开始慢慢稳定出货了。另外在存储服务器领域还有很多垂直型的企业，比如说通信运营商等，这种类型客户有自己的算力中心，存储服务器使用龙芯服务器芯片没有生态壁垒的影响，还可以降低成本。同样的逻辑也适用于一些对存储服务器需求大的其他行业，我们都在积极洽谈。我们希望推进在服务器领域形成新的可持续收入增长点。
同时为扩大龙架构的生态，龙芯有序地开展龙架构及核心IP授权业务，支持合作伙伴研制基于龙架构指令系统及龙芯CPU核心IP的芯片产品，慢慢已发展成为可持续的商业模式。我们的优势不仅在于拥有自主指令架构、CPU核、GPU核，而且工艺相关的硬IP也非常齐全。对外的授权方式不是单纯的一次性的授权，还包括后续的芯片生产服务等，所以这种商业模式是比较可持续的。
4、龙芯信息化芯片业务未来大概的发展趋势？
信息化领域，过去龙芯主要以党政的办公应用为主，现在开始往行业应用走；过去主要以PC为主，现在开始往服务器和终端扩展，势头是不错的。比如终端芯片3B6000M，在央国企中标情况还不错，服务器也有一些典型应用，而且云终端和服务器生态壁垒相对桌面来说较低，比桌面市场好做。但服务器产业链比预期的长，服务器整机企业产品化的时间也长一些。比如PC从芯片样片出来到整机产业链建设大概需要一年的时间，服务器可能需要一年半到两年，所以服务器的出货可能还需要一定的时间。我想起计算所老所长李国杰老师说的“放开大路走两厢”，“大路”就是PC，“两厢”是终端和服务器，我觉得龙芯未来几年的终端和服务器会逐步向行业拓展，走得会比较快；桌面随着软件生态不断完善，也开始从党政走向行业，但是较之终端和服务器会慢一点。



附件：参会机构名单
	序号
	参会机构

	1
	北京赤道阳光资本管理有限公司

	2
	北京泽铭投资有限公司

	3
	东方证券股份有限公司

	4
	耕霁(上海)投资管理有限公司

	5
	光大证券股份有限公司

	6
	广发证券股份有限公司

	7
	国海证券股份有限公司

	8
	国华兴益保险资产管理有限公司

	9
	国联民生证券股份有限公司

	10
	国泰海通证券股份有限公司

	11
	国信证券股份有限公司

	12
	湖北省国有资本运营有限公司

	13
	华创证券有限责任公司

	14
	华泰证券股份有限公司

	15
	华芯投资管理有限责任公司

	16
	金元证券股份有限公司

	17
	开源证券股份有限公司

	18
	麦格里资本

	19
	民生证券股份有限公司

	20
	山西证券股份有限公司

	21
	上海深梧资产管理有限公司

	22
	深圳市共同基金管理有限公司

	23
	太平基金管理有限公司

	24
	野村东方国际证券有限公司

	25
	中国银河证券股份有限公司

	26
	中泰证券股份有限公司

	27
	中信证券股份有限公司

	28
	中移资本控股有限责任公司
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